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摘 要

由於數位科技的發展、數位電子的高速化，應運而生的電磁干擾（Electromagnetic interference）問題也越來越嚴重，對於

電磁干擾這個議題，世界上各先進國家都將它列入管制範圍，但為使終端產品於量產時能符合各項法規的要求，電磁干擾

的觀念必須從設計開始就要引進，所以電子元件的製造商也以電磁相容（Electromagnetic Capability, EMC）的相關法規做

為其產品設計的準則。雖然積體電路（Integrated circuits, IC）本身因尺寸較小之故，以致在電磁干擾方面雖不很明顯，但

卻是電子系統中主要干擾雜訊的來源；另外數位訊號切換快速也是造成干擾的主因之一。尤其，現今產品當中IC的應用佈

件越來越緊密時，電磁干擾將會呈指數倍數成長，所以零組件與半成品的設計就必須有EMC的解決方案。國際對於電磁相

容性的管理過程與歷史，可依各種產品的完整性歸納為三個階段：第一階段為系統部分（如資訊、家電⋯等產品）；第二

階段為模組認證（如網路卡、光碟機⋯等零組件）；第三階段則為單獨之電子元件、系統晶片(SoC)、系統封裝（SiP）

與IC。因此國際電工委員會（International Electrotechnical Commission, IEC）針對IC本身的傳導與輻射電磁干擾量測，訂

定了IEC 61967的一系列標準。 本研究將依據IEC 61967系列中的第六部「磁場探棒量測法(Magnetic Probe Method)」，對

於其中所規定使用的磁場探棒(magnetic probe)來進行設計、分析及特性校正，以便可利用此探棒來了解在電子零組件設計

中，藉由偵測整個零組件上IC訊號的輸出入端、電源輸入及地線腳位上的射頻電流(RF current)，進而可以預測電磁干擾的

特性，以便提供設計佈局的資訊來達到防制IC干擾輻射的效果。
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